
用于创新视觉集成的高分辨率
3D摄像头

三维检测和评估

采用PMD技术的3D摄像头以三维检测场景和物体。与
激光扫描仪不同的是，它无需移动组件，因此坚固无
磨损。功能原理为光飞行时间测量技术（ToF）可与
激光扫描仪相比。然而，检测元件不是单独一个，而
是有23,000个接收元件作为矩阵布置在芯片上。这意
味着，不仅是一个点，而是完整的场景都可在一次捕
捉测量。除了距离图像之外，传感器还可提供场景的
灰度图像。直观参数设置软件允许轻松设置摄像头特
定参数。此外，还提供软件开发套件，其中包含使用
不同语言的程序代码示例。

23,000像素的全新数字图像芯片

提供距离测量值矩阵和灰度图像

使用常见的图像处理库评估

工业级坚固外壳

连接到MATLAB、HALCON、PCL（点云库）
和ROS（机器人操作系统）

3D距离图像的透视颜色编码图像




